




MC9S08AC16 系列产品的特性
MC9S08AC16 系列 MCU

•  消费 & 工业

—  MC9S08AC16
—  MC9S08AC8

•  汽车

—  MC9S08AW16A
—  MC9S08AW8A

8 位 HCS08 中央处理单元 （CPU）

•  40-MHz HCS08CPU( 中央处理单元 )
•  20-MHz 内部总线频率

•  HC08 指令集，增加了 BGND 指令

•  背景调试系统

•  在线调试（in-circuit debugging）期间可以设置单
个断点 （在片上调试模式时可以再增加两个断点）

•  调试模式包括 2 个比较仪和 9 个触发器模式。8 个
FIFO 来存储流控制地址和事件数据。调试模式支
持标签和强制断点

•  支持高达 32 个中断 / 复位源

存储器选项

•  高达16KB的片上在线可编程FLASH存储器，有块
保护和安全选项

•  高达 1KB 的片上 RAM

时钟源选项

•  时钟源选项包括晶体，振荡器，外部时钟，或能
够 NVM 调整的精确的内部集成时钟

系统保护

•  可选的看门狗 （COP）复位，使用运行于独立的
内部时钟源或总线时钟

•  低压检测复位或中断

•  非法操作符检测复位

•  非法地址检测复位

省电模式

•  等待模式，以及两种停止模式

外围设备

•  ADC-8 通道，10 位 AD 转换器，包含自动比较功能

•  SCI- 两个串行通信接口模块，可选的 13 位间断字
符通讯模式

•  SPI- 串行外设接口模块

•  IIC- 内部集成电路总线模块，最大总线负载时，传
输速度可达 100kps，减少负载将会允许更高的波
特率

•  定时器 -3个16位定时器 /PWM（TPM）模块 -2个2
通道和 1 个 4 通道；每个定时器在每个通道上都有
可选的输入捕捉，输出比较， PWM。每个定时器
在每个通道上都可以配置为边沿对齐。每一个定时
器 /PWM （TPM）可以在其所有通道产生中心对
齐的 PWM （CPWM）。

•  KBI-7 引脚键盘中断模块

输入 / 输出

•  高达 38 个通用输入 / 输出 （I/O）引脚

•  输入时，每个端口都有软件选择的上拉电阻

•  输出时，每个端口都有软件选择的输出斜率控制

•  输出时，每个端口都有软件选择的驱动强度

•  主复位引脚和上电复位 （POR）

•  RESET，IRQ，BKGD/MS 引脚在内部上拉以减小
客户系统成本。

封装选择

•  48 引脚 QFN
•  44 引脚 LQFP
•  42 引脚 SDIP
• 32 引脚 LQFP
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第 1 章     绪论

1.1 概述

MC9S08AC16 系列属于 8 位微控制单元 （MCU），是高性能低成本的 HCS08 家族中的成员。这个家族

中的所有的 MCU 都使用 HCS08 核，并且可以使用多种模块、内存容量、内存类型和封装类型。

注意

MC9S08AC16 和 MC9S08AC8 面向消费和工业应用。

MC9S08AW16 和 MC9S08AW8 面向汽车电子应用。

表 1-1 概括了各种 MCU 性能配置。
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1.2 MCU 结构框图

MC9S08AC16 系列 MCU 的结构框图如图 1-1 所示。

表 1-1. MCU 的特征和封装

消费工业类的 “AC”系列

性能 MC9S08AC16 MC9S08AC8

flash 容量 （字节） 16K 8K

内存容量 （字节） 1024 768

引脚数量 48 44 42 48 44 42

ADC 通道 8 8 6 8 8 6

TPM1 通道 4 4 2 4 4 2

TPM2 通道 2 2 2 2 2 2

TPM3 通道 2 2 2 2 2 2

KBI 引脚 7 6 4 7 6 4

GPIO 引脚 38 34 22 38 34 22

适用于消费工业领域 yes yes

适用于汽车领域 no no

汽车电子的“AW”系列

性能 MC9S08AW16 MC9S08AW8

flash 容量 （字节） 16K 8K

内存容量 （字节） 1024 768

引脚数量 48 44 42 48 44 42

ADC 通道 8 8 6 8 8 6

TPM1 通道 4 4 2 4 4 2

TPM2 通道 2 2 2 2 2 2

TPM3 通道 - - - - -

KBI 引脚 7 6 4 7 6 4

GPIO 引脚 38 34 22 38 34 22

适用于消费工业领域 no no

适用于汽车领域 yes yes
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图 1-1. MC9S08AC16 结构框图

表 1-2 列举了片上模块的版本。
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注：

1 ．端口引脚作为输入时可以通过软件设置选择内部上拉设备。

2 ．若 IRQ 使能 (IRQPE=1)，引脚包括可软件配置的上下拉设备。若选择了上升沿检测 （IRQEDG=1） , 下拉使能。

3 ． IRQ 没有通过钳位二极管连向 VDD。 IRQ 不能加载高于 VDD 的电平

4 ．引脚包含集成的上拉设备。

5 ． PTD3、 PTD2 和 PTG4 引脚包含上拉 / 下拉设备。当 KBI 使能（KBIPEn=1）而且上升沿被选择 （KBEDGn=1） , 下拉使能。
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7 位键盘中断模块 (KBI)

串行通信接口模块 (SCI1)

串行通信接口模块 (SCI2)

串行外设接口模块 (SPI)

4 通道定时器 /PWM 模块 
(TPM1)

2 通道定时器 /PWM 模块 
(TPM2)

2 通道定时器 /PWM 模块 
(TPM3)

在 32 或 44 引脚封装的 MCU 中没有提供。

在 32 引脚封装的 MCU 中没有提供。

在 44 引脚封装的 MCU 中没有提供。

S9S08AWxxA 设备中没有提供。

内部时钟发生器 ICG

低功耗的振荡器

16K 或 8K 片内

1024 字节或 768 字节

电压调节模块

10 位 A/D 转换模块 

调试模块 (DBG)

IIC 模块 (IIC)

(ADC)

片内 RAM

Flash 程序存储器
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1.3 系统时钟分配

图 1-2. 系统时钟分配图

MCU 内部的一些模块可以选择时钟源。图 1-2 表示了一个简化的时钟接线图。 ICG 提供了时钟源：

• ICGOUT 是 ICG 模块的输出，它是下列各项中的一个：

• 外部的晶体振荡器

• 外部的时钟脉冲源

• 锁频环子模块中数控振荡器 （DCO）的输出

• ICG 内的控制位决定它与那个时钟源相连

表 1-2. 片上模块版本

模块 版本

模数转换 （ADC） 1

内部时钟发生器 （ICG） 4

内部 IIC 总线（IIC） 2

键盘中断（KBI） 1

串行通信接口 （SCI） 4

串行外设接口（SPI） 3

定时器脉宽调制 （TPM） 3

中央处理单元 （CPU） 2

TPM1 TPM2 IIC1 SCI1 SCI2 SPI 

BDCCPU ADC RAM flash

ICG

ICGOUT
³2 

FFE

SYSTEM

LOGIC

BUSCLK

ICGLCLK*

CONTROL

XCLK**

ICGERCLK

1 ICGLCLK 是 MC9S08 系列的 BDC 的可选时钟源。
2 XCLK 是固定频率时钟。
3 TPM3 在 S9S08AWxxA 设备中不可用。
4 ADC 有最高最低频率要求。参见电气附录和 ADC 一章。
5 Flash 在写入和擦除时有频率要求。参见电气附录。

³2 

TPM3***

COP

RTI 

1 kHz

TPMCLK
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• FFE 是在 ICG 里面产生的一个控制信号。如果 ICGOUT 的频率 >4* （ICGERCLK 的频率，该信号为
逻辑 1，固定频率的时钟信号是 ICGERCLK/2。否则固定频率的时钟信号是 BUSCLK

• ICGLCLK——在总线时钟比较慢的系统中，开发工具可以选择内部自发生时钟源（~8MHz）来加速
系统的 BDC 通信

• ICGERCLK——外部引用时钟可以作为实时中断的时钟源，也可以作为 ADC 模块的 ALTCLK 的输入
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第 2 章     引脚及其连接

2.1 简介

本章描述了连接到封装引脚上的信号，包括管脚图，信号表和信号的具体描述。

2.2 MCU 的管脚分配

图 2-1 表示了 MC9S08AC16 系列 MCU 的 48 引脚 QFN 引脚排列。

图 2-1. MC9S08AC16 系列 48 引脚 QFN 封装1

图 2-2 为 MC9S08AC16 系列设备的 44 引脚 LQFP 引脚排列。

1. S9S08AwxxA 没有提供 TPM3。
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图 2-2. MC9S08AC16 系列 44 引脚 LQFP 封装1

图 2-3 为 MC9S08AC16 系列设备的 32 引脚 LQFP 引脚排列。

1. S9S08AwxxA 没有提供 TPM3。
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Running H/F 2
图 2-3. MC9S08AC16 系列 32 引脚 LQFP 封装
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表 2-2. 引脚功能参考

信号功能 举例 参考

端口引脚 PTAx、 PTBx 第 6 章“并行输入输出”

SPI SS、 MISO、 MOSI、 SPSCK 第 12 章“SPI”

键盘中断 KBIPx 第 9 章“键盘中断”

定时器 /PWM TCLK、 TPMCHx 第 10 章“定时器 /PWM

IIC SCL、 SDA 第 13 章 “内部集成电路总线”

内部集成电路 TxD、 RxD 第 11 章 “串行通信接口”

串行通信接口 EXTAL、 XTAL 第 8 章“内部时钟发生器”

管脚号 最低 <-- 优先级 --> 最高

48 44 32 Port Pin Alt 1 Alt 2

1 1 — PTC4

2 2 1 IRQ TPMCLK

3 3 2 RESET

4 4 — PTF0 TPM1CH2

5 5 — PTF1 TPM1CH3

6 6 3 PTF4 TPM2CH0

7 7 4 PTF5 TPM2CH1

8 — — PTF6

9 8 5 PTE0 TxD1

10 9 6 PTE1 RxD1

11 10 7 PTE2 TPM1CH0

12 11 8 PTE3 TPM1CH1

13 12 9 PTE4 SS1

14 13 10 PTE5 MISO1

15 14 11 PTE6 MOSI1

16 15 12 PTE7 SPSCK1

17 16 13 VSS

18 17 14 VDD

19 18 15 PTG0 KBIP0

20 19 16 PTG1 KBIP1

21 20 — PTG2 KBIP2

22 21 — PTA0

23 22 — PTA1

24 — — PTA2

25 — — PTA7

26 23 17 PTB0 TPM3CH01 AD1P0

27 24 18 PTB1 TPM3CH11 AD1P1

28 25 19 PTB2 AD1P2

29 26 20 PTB3 AD1P3

30 27 — PTD0 AD1P8

31 28 — PTD1 AD1P9

32 29 21 VDDAD

33 30 22 VSSAD

34 31 23 PTD2 AD1P10 KBIP5

35 32 24 PTD3 AD1P11 KBIP6

36 33 — PTG3 KBIP3

37 — — PTG4 KBIP4

38 34 25 VREFH

39 35 26 VREFL

40 36 27 BKGD MS

41 37 28 PTG5 XTAL

42 38 29 PTG6 EXTAL

43 39 30 VSS

44 40 31 PTC0 SCL1

45 41 32 PTC1 SDA1

46 42 — PTC2 MCLK

47 43 — PTC3 TxD2

48 44 — PTC5 RxD2

1 S9S08AwxxA 没有提供 TPM3

管脚号 最低 <-- 优先级 --> 最高

48 44 32 Port Pin Alt 1 Alt 2

表 2-1. 各封装的引脚列表
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Running H/F 2
2.3 推荐的系统连接

图 2-4 显示了适用于几乎所有 MC9S08AC16 系列应用系统典型的引脚连接。

晶振 / 时钟 ADPx 第 14 章 “AD 转换转换器”

电源 / 核 BKGD/MS、 VDD、 VSS 第 2 章“引脚和连接”

复位和中断 RESET、 IRQ 第 5 章“复位，中断和系统配置”

表 2-2. 引脚功能参考 ( 续 )

信号功能 举例 参考
MC9S08AC16 系列微控制器数据手册 , 第 6 版
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